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Process for making a circuit board. 
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Abstract 


A process for making a circuit board is described in which an etching resist layer 8 is applied instead of the 
normal photographic treatment or screen printing for forming the conductor path pattern on the penetrating 
copper layer 6 of the blank. The etching resist layer 8 is vaporised by means of a laser beam, in accordance 
with the desired conductor path pattern, and the remaining copper layer on the points removed by the laser 
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treatment is etched away down to the surface of the plastic board 1 . 




Data supplied from the esp@cenet database - 12 



http://12.espacenet.com/espacenet/abstract?CY=ep&LG=en&PNP=EP0062300&PN=EP00623 7/2/2002 



® 



Europe isches Patentamt Tj ' ' * 

® 0)1) ^ropean Patent Office © Ver6«entiic,4siw 0 062 300 

Office europ^en des brevets A2 




EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 



® An me , denumm e, 82102745 . 5 @ |m C| 3; h 05 k 3/02, H 05 K 3/24 

@ Anmeldetag: 31.03.82 H 05 K 3/42 



Priohtat: 06.04.81 DE 3113855 



® c"IT!i der FR !7 2 Wirr,G Her ^ellung gedruckter 
Schaltungen, Konrad-Celtis-Stresse 81 
D-8000 Munchen 70 (DE) 



® !SK^^* r ^*^ : 13 - 10 - 82 



Benannte Vertragsstaaten: DE FR GB IT 



Erfinder: Baumann, Klaus, Fllederweg 1 
D-8000 Munchen 90 (DE) 



® Vertreter: Ebblnghaus, Dieter et al, K.L. Schiff Dr. A. von 
D U FhM 'V" 9 .? • S,rehl Dr - U - Schilbel-Hopf Dip UtaT 
Merlahllfplatz 2 4 3, D-8000 Munchen 90 (DE) 



(g> Verfahren und Herstellung von Leiterplatten. 
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behandlung oder Siebdruck zur Bildung des Leiterbah- 
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VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON LEITERPLATTEN 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstel- 
lung von Leiterplatten, bei dem auf eine Kunststof fplatte 
Oder -folie zumindest einseitig eine Kupf erschicht aufge- 
bracht und danach das Leiterbahnenmuster in der Kupfer- 
schicht gebildet wird. 

Herkommlicherweise werden bei der Herstellung von Leiter- 
platten die beidseitig mit einer Kupf erkaschierung ange- 
lieferten Kunststof fplatten nach dem Bohren der Durchgangs- 
bohrungen mit einer schwachen Kupf erschicht iiberzogen, die 
die Kupferkaschierung und die Oberflache der Durchgangs- 
bohrungen bedeckt. Auf die so gebildete Kupf erschicht wird 
erne Fotoresistschicht aufgewalzt. Hierauf wird auf die 
Fotoresistschicht die Strichmaske aufgelegt, belichtet und 
nach dem Entfernen der Maske die Fotoresistschicht ent- 
wickelt, wobei die fur eine weitere Kupf erbeschichtung frei- 
bleibenden Oberf lachenbereiche der Kunststof fplatte von der 
Fotoresistschicht befreit werden. Es verbleiben die ge- 
wiinschten Leiterbahnen und Bohrungen der Leiterplatte . Die 
Leiterbahnen werden anschlieBend galvanisch verstarkt und 
z.B. in einem Zinnbad mit Zinn galvanisiert . 

Die bekannte Art der Herstellung von Leiterplatten ist ver- 
haltnismaBig arbeitsauf wendig . Insbesondere aber ist die 
Leiterbahnendichte, da das Eindringen von Staubteilchen in 
der Fertigung praktisch unvermeidbar ist, verhaltnismaBig 
gering. Treibt man nach dem bekannten Herstellungsverf ahren 
die Leiterbahnendichte iiber ein bestimmtes Hochstmafi hinaus, 
so kommt es wegen der unvermeidlichen Staubteilchen zu Kurz- 
schliissen zwischen einzelnen Leiterbahnen, Einschniirungen 
Oder Unterbrechungen und damit zu einem wirtschaf tlich nicht 
mehr zu vertretenden Ausschufianteil . 
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*Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren zur Herstellung von Lei terplatten anzugeben, das 
eine weitere Erhohung der zulassigen Leiterdichte ermog- 
licht . 

5 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemafl dadurch gelost, daB zur 
Ausbildung des Leiterbahnenmusters eine fttzresistschicht 
auf die Kupf er schicht aufgebracht wird, die Xtzresistschicht 
entsprechend dem gewunschten Leiterbahnenmuster mittels 
10 eines Laser strahls selektiv verdampft und die verbleibende 
Kupf erschicht an den durch die Laserbehandlung entfernten 
Stellen bis zur Oberflache der Kunst stof f platte weggeatzt 
wird . 

15 Da bei dem erf indungsgemaBen Vorgehen der als Schneidwerk- 

zeug dienende Laser strahl sehr scharf gebiindelt werden kann, 
kann der Abstand zwischen den einzelnen Leiterbahnen sehr 
gering gehalten werden. Auf der durch den Laserstrahl auf- 
zuschneidenden ftt zresistschicht liegende Staubpartikel wer- 
20 den durch den Laserstrahl weggebrannt. Die Leiterbahnen- 

dichte laBt sich daher betrachtlich erhohen . Wahrend bisher 
bei einem Raster von 2,54 mm und einer AugengroBe von ca . 
1,5 "mm zwischen zwei Bauteilanschlussen zwei bis drei 
Leiterbahnen hindurchgef uhrt werden konnten, lassen sich bei 

25 Anwendung des erf indungsgemaBen Verfahrens zwischen zwei 
Bauteilanschlussen entsprechend bis zu acht Leiterbahnen 
hindurchfiihren. Dabei entsteht weniger AusschuB als bisher, 
da sich das Leiterbild bei Steuerung mittels eines Rechners 
vollautomatisch erstellen laBt. Hinzu kommt, daB der gesamte 

30 FotoprozeB entfallt, der einen Hauptkostenf aktor an Personal 
und Material des bekannten Verfahrens darstellt. Bei An- 
wendung des erf indungsgemaBen Verfahrens laBt sich dagegen 
bei entsprechender Software das Leiterbild direkt aus dem 
CAD (computer aided design ) -Speicher auf die Platte uber- 

35 tragen. Zwi schentrager und Werkzeuge wie Druckvorlagen und 
Filme sind nicht mehr notwendig. Wegen der groBeren Pak- 
kungsdichte laBt sich auch ein betracht licher Rtickgang des 
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Multilayeranteils bzw. der Lagenzahl verwirklichen , wo- 
durch sich weitere Kosteneinsparungen ergeben. SchlieBlich 
lafit sich bei Anwendung des erf indungsgemaBen Verfahrens 
der Kupferverbrauch betrachtlich verringern, da die einzel- 
5 nen Kupf erschichten wesentlich dtinner ausgefuhrt werden 
konnen, und nicht mehr soviel Flache abgeatzt wird. 

Nach dem erf indungsgemaBen Verfahren lassen sich bei der 
Herstellung von Multilayer-Platten die Innenlagen her- 
O stellen. 

GemaB einer bevorzugten Weiterbildung des erf indungsgemaBen 
Verfahrens wird bei - an sich iablicher - beidseitiger 
Kupferbeschichtung der Kunststof fplatte nach dem Bohren der 
5 Durchgangslocher und dem Vorverkupf ern der Oberflache der 
Durchgangsl5cher auf die verstarkte Kaschierung eine Lack- 
schicht aufgetragen, worauf die Kupf erschicht in den Durch- 
gangslochern verstarkt wird. Bei Multilayer-Platten wird 
erst nach der Zusammenstellung samtlicher Flatten gebohrt. 

Die Erfindung wird im -folgenden durch ein Ausf uhrungsbei- 
spiel anhand der Zeichnung naher erlautert. Die Zeichnung 
zexgt den schematischen Querschnitt einer Leiterplatte wah- 
rend verschiedener Phasen der Herstellung. 

Die Leiterplatte 1 wird mit einer etwa 5 bis 12 U m starken 
Kupferkaschierung 2 angeliefert (Quadrant I). Nach dem 
Bohren der Durchgangslocher 4 wird, wie ebenfalls im Qua- 
drant I gezeigt, auf die Kupferkaschierung 2 in einem 
chemischen und anschlieBenden galvanischen Arbeitsgang eine 

bas 7 um dicke Verkupf erungsschicht 3 aufgetragen Die 
Verkupferungsschicht 3 wird darauf mittels einer Lackschicht 
7 abgedeckt und die Oberflache in der Durchgangsbohrung 4 
galvanisch mit einer Verstarkungsschicht 5 von 25 bis 30 „» 
D.cke versehen. Die Lackschicht 7 wird anschlieBend wieder 
entfernt. Das Ergebnis ist eine Kunststof fplatte 1 mit einer 
durchgehenden Kupf erschicht 6 (Quadranten II, m und IV) 
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Patent anspruche 

1. Verfahren zur Herstellung von Lei terplatten , bei dem auf 
exnen Kunststof f trager (1) zumindest einseitig eine 
Kupferschicht (6) aufgebracht und danach das Leiter- 
bahnenmuster in der Kupferschicht (6) gebildet wird, da- 
durch 9 e k e n n z e i c h n e t , daB zur Ausbildung 
des Leiterbahnenmusters eine metallische Stzresistschicht 
(8) auf die Kupferschicht (6) aufgebracht wird, die Xtz- 
resistschicht (8) entsprechend dem gewiinschten Leiter- 
bahnenmuster mittels eines Laserstrahls selektiv ver- 
dampft und die verbleibende Kupferschicht (6) an den 
durch die Laserbehandlung entfernten stellen (Kanal 9) 
bis zur Oberflache der Kunststof fplatte (1) weggeatzt 
wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 

* e i c h n e t , daB bei beidseitiger Kupf erbeschichtung 
des Kunststof ftragers (1) nach dem Bohren der Durch- 
gangslocher (4) und dem Vorverkupf ern der Oberflache der 
Durchgangslocher auf die Kupferschicht (6) eine Lack- 
schacht (7) aufgetragen wird, worauf die Kupferschicht 
in den Durchgangslochern (4) verstarkt wird. 



